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首届先进电子封装材料技术论坛在深圳召开

  文章来源：深圳先进技术研究院 发布时间：2013-11-18 【字号： 小  中  大 】 

  11月18日，中国科学院深圳先进技术研究院“先进电子封装材料”广东省创新团队（以下简称“创新团队”）

第一届电子封装材料技术论坛在深圳市会展中心召开。本次论坛以“新一代电子封装关键材料的开发与产业化”为

主题，深入探讨我国电子封装材料与模式，商议建立畅通的产学研合作渠道。先进院院长助理、产业发展与资源处

处长毕亚雷主持论坛开幕仪式。  

  先进院院长樊建平在致辞中表示，国家已经注意到集成电路产业是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工

业化深度融合的核心与基础，是转变经济发展方式、调整信息产业结构、扩大信息消费、维护国家安全的重要保

障。但现在国内集成电路产业的大部分关键材料仍依赖进口，产业发展受制于人。先进院作为开放式平台化操作的

研究院，引进“先进电子封装材料”广东省创新团队，开展面向高密度系统级封装材料的研发与产业化，力争为我

国集成电路产业的发展提供动力。  

  论坛专题报告会由创新团队执行负责人孙蓉研究员主持。创新团队负责人、美国国家工程院院士、香港中文大

学工学院院长、美国佐治亚理工学院董事教授汪正平教授首先作报告，介绍了先进电子封装技术与关键材料的历史

和挑战。汪正平教授长期从事封装技术及材料开发研究，被誉为“现代半导体封装之父”，其研究领域包括IC封装

特别是密封等效封装、电子加工封装和自组装加工、界面粘附和纳米功能材料，在封装材料领域已发表学术论文

1000多篇，申请美国专利60余项，近五年来承担和参与各种项目近100项。  

  孙蓉研究员以聚合物基电子封装材料的开发与产业化为主题，详细介绍了创新团队研究方向和所取得进展，并

向到场的企业嘉宾阐述了团队服务企业的理念，表示愿意同企业一起将中国的先进电子封装领域推向国际领先地

位。香港科技大学先进微系统封装中心主任、创新团队核心成员李世玮教授向到场的观众介绍了先进电子封装制

程、技术和材料的相互关系和技术前沿，并主持讨论了国内外在电子封装材料领域的差距、封装材料供应本土化的

难点以及高校和研究院的研发成果难以产业化等困扰中国电子封装领域的难题。  

  本次论坛还请到包括华进半导体封装先导技术研究中心有限公司执行总裁上官东恺、德邦科技公司总经理陈田

安、江苏华海诚科新材料有限公司董事长韩江龙、深南电路公司总工程师孔令文和华为技术有限公司产品工程主任

规划师张源等国内著名电子领域企业嘉宾作报告。来宾就各自所关注领域如高密度封装基板材料、塑封材料、电子

混合集成趋势等技术前沿进行了深入剖析，受到广泛关注。  

    中国科学院微电子所所长叶甜春、深圳市科技创新委员会处长涂欢及深圳市新材料协会会长陈寿等也出席论坛

并致辞；国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副秘书长曹立强、哈尔滨工业大学深圳研究生院材料科学与工

程学院院长李明雨、东南大学教授尚金堂等也应邀出席论坛。 
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